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ソルダーペーストSAC305：適用 / 用途別

従来品S3X58-M330D

5000点目1点目

Mycronic社製 ジェット
ディスペンス装置 MY700

A3（420×297mm）

「面」ではない、「点」のはんだ付け

熱負荷からの、解放

■
■
■

■
■
■

ディスペンスタイプ (S3X58-M406D / S3X70-M500D) （Sn 3.0Ag 0.5Cu） Type 4, 5

ディスペンス用ソルダーペースト

S3X58-M330D （Sn 3.0Ag 0.5Cu） Type 4

ディスペンス用
高濡れ

ディスペンス用
レーザーはんだ付け対応

飛散抑制
ハロゲンフリー

高精度の吐出性と、高い溶融性を実現
長時間使用でも、安定した吐出形状
活性力が持続する設計で、部品を選ばず低ボイドを実現

非接触加熱で基板や電子部品への負荷を回避
局所はんだ付け工程で不良率低減が可能
急加熱条件でのはんだ未凝集や飛散を抑制

はんだを飛ばす、非接触の強み

■
■
■

E150DN シリーズ (S3X58 / S3X70 / S3X811) （Sn 3.0Ag 0.5Cu） Type 4, 5, 6

ジェットディスペンス対応ソルダーペースト
ジェットディスペンス用

ハロゲンフリー（Cl + Br < 1500ppm）
70, 811: N2リフロー用

高速非接触塗布で、生産タクトタイムを大幅短縮
独自フラックス技術で微小塗布性を実現
マスクレス塗布・3D 実装など、異形部材への塗布も可能

Mycronic社ディスペンサー MY600, MY700対応

■
■
■

S3X70-E160DN (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 5 ジェットディスペンス用
ハロゲンフリー（Cl + Br < 1500ppm）

N2リフロー用

高速ジェットディスペンスで使用可能
良好な塗布性と溶融性を確保
ハロゲンフリー (Cl + Br < 1500ppm) に適合

追求したのは一貫した接合品質

■
■
■

NT2 シリーズ (S3X70 / S3X811) (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 5, 6 転写用
ハロゲンフリー（Cl + Br < 1500ppm）

PoP 等、転写実装対応ソルダーペースト
はんだ粉粒径のバリエーションで、様々なバンプサイズに対応
連続使用でも滑らかなテクスチャで、高い転写率を維持

車載電装の信頼を支える残渣クラックレス技術

■
■
■

GSP-D (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4 ディスペンス用
残渣クラックレス

高信頼性
N2リフロー用

車載実装基板で採用されている高信頼性のフラックス残渣クラックレス
結露サイクル試験にて高い電気的信頼性を維持
BGA 実装に対応、QFP、SOP 等部品のリード端面にも高い濡れ上がりを実現

ジェットディスペンス対応ソルダーペースト
（Mycronic社承認）

残渣割れ防止ソルダーペースト
（トヨタ自動車推奨・ディスペンス用）

転写用ソルダーペースト
（3D実装、PoP実装対応）

レーザーはんだ付け対応ソルダーペースト
（ディスペンス用）


